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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2023-006 

投资者关系活动

类别 

 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他  

参与单位名称 青朴资本：严朴              嫏嬛资本：任兵 

明时投资：孙斌              中金汇融：张克 

泽鑫毅德投资：李尚衡        宝润达投资：李礼和 

中泰证券：苏城              铭海基金：范凯 

中国银河证券：唐海燕        前海融睿投资：徐佳/林向涛 

南科大教育基金会：李曾啸    国泰君安：陈剑桥 

明富基金：杨帆              中罡矿犇投资：罗旷 

德远投资：陆志琴            中信证券：赵宪 

君盛投资：何香玲            盈峰资本：李明刚 

东财证券：刘琦              微宇基金：刘政科 

浩成资产：苏怡文           上海雅策：黄鹤翔 

美林证券：高琳雅             Polymer:刘楠 

华福证券：赵心怡              

 

时间 2023年 6 月 27日-6月 30日 

地点 公司会议室 

上市公司接待人 副总兼董事会秘书  周红 



员姓名 投资者关系主管  侯琦 

 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：公司是否有参与人形机器人的供应？ 

A：公司具备相关产品的技术储备及生产能力，PCB 是电

子产品的基础元器件，只要是电子产品包括机器人都需

用到，而且电子产品对 PCB 板的要求越高，公司的竞争

力就越能体现，所以该类新产品一旦量产，公司一定不

会缺席。 

Q：公司研发是否有与高校合作？ 

A：公司研发分三个层级，Level1主要满足客户新品需求，

包括制程优化等方面的创新技术；Level2 主要满足客户

未来产品需求，通过参与客户产品先期研发与设计，合

作发展高阶技术蓝图，以构建技术优势壁垒；Level3 是

通过与高校进行产、学、研合作，发展自主核心的先进

技术能力，超越客户的需求。目前，公司已架构产、学、

研合作的前瞻技术研发计划开发平台，并建立技术研发

中心，与两岸三地多所知名大学及研究院包括清华大学、

香港城市大学、东南大学、深圳大学、燕山大学等大陆

院校及台湾的工研院、台湾大学、台湾新竹清华大学、

成功大学等建立了长期合作关系。 

Q：公司订单签约形式？ 

A：公司订单主要以与客户直接签约合作为主。 

Q：公司未来三至五年新投产能方向？ 

A：公司产品通用性比较强，未来几年公司规划投资的项

目包括高阶 HDI 板及 SLP 板、汽车及服务器用板以及在

高雄投资建设的软板项目。这些项目的建成，将进一步

提升公司在消费电子及汽车、服务器领域的服务能力，



完善公司的产品布局。未来，公司也将根据下游行业的

需求变化情况来决定产能扩充的计划。 

Q：汇率波动对公司产品定价影响？ 

A：公司大部分营收以美元结算，美元升值对公司汇兑收

益有正向影响。 

Q：公司与同业公司相比主要优势体现在哪些方面？如何提振

市场信心？ 

A：公司自成立以来一直服务于国际领先品牌客户，具备

良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的

订单响应能力，稳定的产品品质保障能力，能够保障及时

向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务。 

PCB是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件

提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、

电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大

多数电子设备及产品的必须配备。近年来，随着新一代信

息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR 设备等新型电子

产品不断发展，以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、

AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快

速崛起，推动了中高端 PCB产品需求的快速增长。同时，

以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展预计也将

带来 AI 服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark

预测，未来 5年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云

端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB需求增

长的新方向。根据 Prismark 数据，2022 年至 2027 年，

服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB产品分别以 7.6%、

5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之



一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀

的发展赛道，公司紧跟电子产品发展潮流与趋势，提前进

行了高信赖性车规级、微小 LED、毫米波级、AI高速运算

及 ARVR、智能穿戴式相关产品研发技术的储备，已经具

备了关键产品产业化的技术实力；同时，在新一代信息通

信产业领域中，公司不断加大在 5G、6G、云端、大数据、

物联网、人工智能、新能源、车载电子等产品研发方向上

的深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新

技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，

以掌握关键共性技术与产品发展方向。 

以公司董事长为核心的管理团队，非常重视稳健的企业

经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、

经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图。

公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状

况和良好的抗风险能力，能为公司不断扩张与可持续发

展保驾护航。未来，公司将继续深耕主营业务，充分发

挥公司各方面优势，努力提升公司内在价值，在做好公

司基本面的同时将加强市场交流，让投资者更加充分地

了解公司可持续发展能力与长期投资价值。 

Q：公司账上现金流比较充裕，目前时点进行定增是出于什么

考量？ 

A：公司现金流等方面十分健康，但考虑到未来业务规模

的增长及经济环境的不确定性，公司希望增强自身资本

实力以把握市场机会，实现更好的发展。 

Q：公司在台湾扩建产能的考量？ 

A：公司坚持“扎根大陆，布局两岸，服务全球”发展策



略，在台湾扩建产能一方面可以进一步优化地域布局，同

时，通过在台湾扩产，能不断吸引更多当地优秀的专业人

才，从而持续提升公司的技术及管理能力。公司一直定位

高端 PCB产品，竞争格局相对清晰，作为一家服务全球客

户的国际化公司，目前公司已在印度、台湾高雄建厂，同

时也会关注其他区域扩产的机会，持续完善区域布局，提

升公司服务不同领域客户的能力。 

Q：公司汽车电子领域客户开发情况？ 

A：在汽车电子领域，公司主要专注于电池板、域控制器

板、摄像模组、雷达等传感器用板，目前已有包括电池

软板、自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多

款车载产品通过认证，相关产品也已陆续批量供货。公

司汽车电子领域合作的客户主要为电池厂及Tier1厂商。 

Q：公司留住高端人才方式有哪些？ 

A：公司一向注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、

不断成长的学习成长环境，同时，公司有效整合各类训

练资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发

展所需的各类人才。此外，公司配套了人才激励相关政

策，包括股权激励、员工持股平台等措施。 

Q：公司今年在大客户中的新品和份额是否仍有所增加？ 

A：公司持续与全球领先品牌客户合作，凭借及时快速的

订单响应能力、完善的品质保障能力，与客户建立了长

期稳定的供应关系，实现稳定成长。未来公司也将继续

通过进行技术创新与开发，不断开拓新产品，新领域，

提升公司市场份额。 

Q：公司怎么看待 AI 未来发展机遇？ 



A：Open AI 的出现将带来底层算力需求的快速释放，AI

服务器领域有望迎来新的发展机遇，同时，在 AI技术催

化下，将调动更多终端产品的创新升级发展。PCB作为整

个电子产业链的基础元器件，具备广阔的发展空间。 

 

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，

并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，

同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。 

附件清单 无 

日期 2023年 6 月 30日 

 


